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90nmおよび次世代65nmに対応した300mm大口径ウェー

ハ採用のロジックLSI量産設備を導入した三重工場新棟が、こ

の4月より本格稼動を開始しました。

この新棟は、半導体では世界初のMic免震構造を採用してい

るほか、NAS電池装備、局所クリーン化、純水の高回収化や

FOUPによる自動搬送等により、災害に強く効率的で、かつ環

境にも優しい工場を実現しています。

最大月産13,000枚を予定しており、お客さまに高品質、高

信頼の90nmデバイス製品をタイムリーにご提供できるよう、

工場一丸となって9月の量産出荷を目指しています。

三重工場新棟が
この4月より本格稼動を開始しました

■賞の概要

中国半導体産業協会と、中国政府機関信息産業部の内

部機関である中国電子報（政府機関誌）およびCCID（半

導体産業コンサルティング機関）の三者の主催により、半

導体産業の振興を目指して今回初めて企画された賞です。

2004年度に中国市場で活躍した半導体企業（半導体ブラ

ンド）についてWebサイト上で公開投票が行われ、上位10

社が選定、表彰されました。

［評価対象項目］

・製品の品質評価

・中国市場における認知度

・顧客からの評価

・中国市場での売上高

・企業の現地化度

富士通微電子（上海）有限公司（Fujitsu Microelectronics

Shanghai、以下FMC）が「2004年度中国市場最受歓迎半導

体品牌（The Most Remarkable Semiconductor

Branding in China 2004）」を受賞しました。富士通がかね

てより進めてきた中国ビジネス、特に一昨年設立したFMCを中

心に当社のアジアのリソースを総動員した、より積極的な中国

ビジネス推進が中国市場・業界で大きく評価されたものです。

富士通微電子（上海）有限公司が
「2004年度中国市場最受歓迎半導体品牌」
を受賞しました

Topics

三重工場新棟

300mmウェーハ


